ABSTRAK

Proses cetak laser (laser marking) merupakan salah satu tahapan proses
dalam perakitan Sirkuit Terpadu (fuiegratad Circuit, 1C). Proses ini untuk
memberi label pad: unit IC dengan informasi perangkat, informasi perakitan dan
merek produk. Salah saw jenis lead frame yang digunakan untuk perakitan IC
adalah open end lead frame yang berpotensi mengalami kerusakan kaki-kaki 1C
pada unit wjung lead fram, sehagai akibat benturan yang keras pada saat lead
frame memasuki bagian on loader dari mesin laser. Pada proses laser mark, leaa
frame akan didorong ke da]%mz jruang, lqsqr denganI~ mengeunakan solid input
pusher. Desain solid m'pur pusher atan pendorong ihipul yang akan mendorong
lead farme dengan adanya kontak mekanis pad: tepi leaf frame. Bagian produksi
terus melaporkan adanya permasalahan kerusakan kaki-kaki IC vang terjadi saat
memproses apen end lead frame. Beerusakan kaki-kaki IC tersebut mencapai rate
54%, dari kerusakan produk yang terjadi pada proses laser marking. Masalah ini
telah menyebabkan production yield yang rendah dan pengerjaan ulang (reweork)
yang tinggi. Tim penelitiJ élah dibentuk untuk menganalisis masalah dan
menemukan solusinya. E i;

Melalui penelitian dan analisis data, tim menemukan akar permasalahan
dan mengambil tindakan kovektil yang sesuai. Solusi yang diusulakan adalah
melakukan modifikasi desain inpuf pusher dari desain sebelumnya yaitu tipe solid
rmenjadi Lipe U Solusi ini mengurangl kcmsakan kakl-kakx IC pada proses laser
micerking  Secara "-Iilé,l'llflk'il'l Pengamatan awal memmJuLk'm bahwa desain baru
mampu inengurangi sampai dengan 98% kerusakan kaki-kaki IC pada proses

laser marking.
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ABSTRACT

Laser marking process is ong of the process steps in Integrated Circuit (1C)
assembly manufaciuring. This process ig to mark the [C unit with the device
information, assembly information anc product brand. One type of lead frame used
for IC assembly is open end lead frame which causing the individual lead on end
unit prone to damage due to hard mechanical contact. At laser mark process, the
lead frame will be pushed intcthe laser cha.mbcr by using a solid input pusher. The

VE RSITAS ANT
existing design of 1riput Ausher will push the Iead I.I)y niiking contact with the edge
of the lead frame. Production section keer observing the dwmage lead problem
occurred when process the open-end lead frame. IJamaze lead was 54% of the

defect occurree at laser mark process. This problem causing low yielc o, 4 high

rework. Team has been cstaﬁli_nhul t analyze the problem anc found the solution,

Through investizativn, and wwlysis, team found the root cause of the
problem and takes the apprapriate corrective action. Design modification of input
pusher from the previous design which was solid type to be U-type significantly

reduces the damage lead at laser mark process.  Initial observation showed that the

new design able to reduce 98%, of damage lead.
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